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■■■■前年同期比増減説明前年同期比増減説明前年同期比増減説明前年同期比増減説明

・電子デバイスシステム

増産投資を中心とした半導体製造装置市場の急回復等により前年同期比＋105%

・ファインテックシステム

増産投資を中心としたＦＰＤ・ＨＤ関連製造装置市場の回復等により前年同期比＋63%

・科学・医用システム

半導体・新エネルギー関連向け解析装置やＤＮＡシーケンサの需要回復等により前年同期比＋7%

・産業・ＩＴシステム

米国向け携帯電話は現行モデルの需要は減少するも、ＬｉＢ自動組立装置や
車載用ＨＤＤ等の回復により前年同期比＋1%

・先端産業部材

素材価格の上昇や自動車関連部材の需要回復等により前年同期比＋14%
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■■■■前年同期比増減説明前年同期比増減説明前年同期比増減説明前年同期比増減説明

・産業・ＩＴシステム

米国向け携帯電話や計装品の売上減少により前年同期比△28%

その他のセグメントでは、売上高とほぼ同様の理由により営業損益が改善
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■■■■ポイント説明ポイント説明ポイント説明ポイント説明

・流動資産

たな卸資産： 10/3末比 ＋138億円

（仕掛品 ＋69億円、積送品 ＋45億円、その他 ＋24億円）

・自己資本比率： 56.4％（10/3末比 ＋0.7％）

・一株当たり純資産： 1,714円43銭（10/3末比 ＋48円43銭）
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■■■■ポイント説明ポイント説明ポイント説明ポイント説明

・投資活動によるキャッシュ・フロー

その他 ＋111億円

（事業譲受（半導体後工程装置）による支出 △33億円、

関係会社預け金（3ヶ月超）払い戻しによる収入 ＋148億円、その他 △4億円）

・１０/９末現金および現金同等物（954億円）と

Ｂ/Ｓ現預金・関係会社預け金（921億円）との差額： 34億円

（預入れ3ヶ月超の定期預金・関係会社預け金 △26億円、その他 ＋60億円）
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■■■■前年同期比増減説明前年同期比増減説明前年同期比増減説明前年同期比増減説明

・電子デバイスシステム

半導体メーカーの量産投資再開等により前工程・後工程・実装装置共大幅に伸長し、

前年同期比＋73%を予想

・ファインテックシステム

日本向け液晶関連製造装置（商事品含む）は減少するも、中国向け同装置、

ＨＤ関連製造装置等への投資が活発化し、前年同期比＋35%を予想

・科学・医用システム
解析・汎用分析装置等は、半導体や新エネルギー関連分野での投資回復が見込まれるものの、

０９年度補正予算案件の反動や円高の影響等により、前年同期比△7%を予想

（０９年度補正予算影響除く：前年同期比△2%）

・産業・ＩＴシステム

環境適合車関連の組立装置・製品や設計・製造ソリューション等は回復するも、米国向け携帯電話は、

現行モデルの需要減等により、前年同期比△6%を予想

・先端産業部材

素材価格上昇や、自動車関連部材・電子デバイス材料の需要回復等により、前年同期比＋9%を予想
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■■■■前年前年前年前年同期比増減同期比増減同期比増減同期比増減説明説明説明説明

各セグメント共、売上高とほぼ同様の理由により営業損益が増減すると予想



■半導体デバイス・製造装置市場動向■半導体デバイス・製造装置市場動向■半導体デバイス・製造装置市場動向■半導体デバイス・製造装置市場動向

メモリーは単価ダウンに対応するために、微細化への量産投資が進行し、来年前半には新設ラインへの

投資も複数計画されている

引き続き、スマートフォン、タブレットＰＣ、３Ｄ・高精細対応製品が牽引し、新興市場の拡大と合わせ

一時的な在庫調整局面は比較的早期に解消され、マクロ的には来年にかけて半導体デバイス・

半導体製造装置市場ともにプラス成長を維持

但し、グローバルな金融市場と相互供給・相互依存した多極化世界の進展により、世界経済の動向には

これまで以上の注視が必要
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■半導体デバイスの微細化動向について■半導体デバイスの微細化動向について■半導体デバイスの微細化動向について■半導体デバイスの微細化動向について

微細化の目的が従来と変わり、先端デバイスメーカーの微細化が再加速微細化の目的が従来と変わり、先端デバイスメーカーの微細化が再加速微細化の目的が従来と変わり、先端デバイスメーカーの微細化が再加速微細化の目的が従来と変わり、先端デバイスメーカーの微細化が再加速

従来の微細化目的：高性能化（高速化、低電圧・低消費電力化）とチップ面積縮小によるコストダウン

今後の微細化目的：低コスト化とチップの小型化

従来の液浸ＡｒＦ（波長従来の液浸ＡｒＦ（波長従来の液浸ＡｒＦ（波長従来の液浸ＡｒＦ（波長193nm193nm193nm193nm）の高ＮＡ化に限界が見え、次世代リソグラフィーへの関心が高まる）の高ＮＡ化に限界が見え、次世代リソグラフィーへの関心が高まる）の高ＮＡ化に限界が見え、次世代リソグラフィーへの関心が高まる）の高ＮＡ化に限界が見え、次世代リソグラフィーへの関心が高まる

本命はＥＵＶ（極遠紫外線 波長13nm）リソ。共同開発コンソーシアムにより精力的に開発が

進められているものの、再加速した微細化計画とはまだ大きな乖離があり

当面は、液浸リソにダブルパターニング（ＤＰ)を組合わせた露光方法が採用される見通し

ＤＰプロセスを採用すると、パターンピッチを１/２まで縮小することができる

更に、レイアウトの最適化等を含めたＤＰプロセス技術革新により、液浸ＡｒＦ露光が更に延命する

可能性もある

当社では、次世代リソグラフィー用各種ソリューションを提供し、先端デバイスメーカーのコスト削減に当社では、次世代リソグラフィー用各種ソリューションを提供し、先端デバイスメーカーのコスト削減に当社では、次世代リソグラフィー用各種ソリューションを提供し、先端デバイスメーカーのコスト削減に当社では、次世代リソグラフィー用各種ソリューションを提供し、先端デバイスメーカーのコスト削減に

貢献すると共に、事業拡大を図る貢献すると共に、事業拡大を図る貢献すると共に、事業拡大を図る貢献すると共に、事業拡大を図る

（例） ・ダブルパターニング用エッチング装置

・ＣＤ-ＳＥＭによるダブルパターニング用チップ内合わせ誤差測定

ダブルパターニングは合わせ誤差管理が一段と厳しくなるが、従来の光学式合わせ誤差測定では、

チップ内の合わせ誤差の測定は困難
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■■■■半導体製造装置市場の状況説明半導体製造装置市場の状況説明半導体製造装置市場の状況説明半導体製造装置市場の状況説明

・１０年度：上期は、当初の予想を上回る回復を示し、半導体製造装置市場についても、メモリーメーカーや

ファウンドリをはじめとした大型投資により大きく回復

下期は、ＰＣ市場においてネガティブな動きはあるものの、ＭＰＵ、ＮＡＮＤ、ファウンドリを中心に

上期と同程度の投資が期待できるため、＋87%の大幅な成長を予想

・１１年度：１Ｑは調整局面に入る可能性があるが、年度半ばより新規ファブへの投資も開始され、

半導体製造装置市場は１０年度と同程度の市場規模を予想

後工程組立装置市場はＤＲＡＭ、ＮＡＮD、ＭＰＵ、ＡＳＳＰともにチップ数は増加傾向に

あるため、装置台数の増加が見込まれる

■実装装置市場の状況説明■実装装置市場の状況説明■実装装置市場の状況説明■実装装置市場の状況説明

・１０年度：２Ｑをピークに年末にかけ需要回復ピッチが弱まるものの、通年では、前年同期比＋95%の

大幅な成長を予想

・１１年度：前半は、１０年度の大幅投資の反動で前年度比やや減少から横ばいを予想

ただし、３Ｄ対応製品（液晶テレビに加えパソコンやデジカメなど）、スマートフォン、

タブレットＰＣ（電子書籍）などが牽引し、年度後半は復調

通年では前年度並みの市場規模を予想、高速機の需要が高まる傾向へ
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■■■■受注高の推移受注高の推移受注高の推移受注高の推移

・１０／上：ファウンドリ・メモリーメーカーおよびアジア地区の後工程・実装メーカーを中心とした増産対応の

設備投資再開を受け、受注は０９年度後半から引き続き伸長

特に２ＱではＭＰＵを中心とした前工程装置、およびＮＡＮＤ用ボンダの受注が大幅伸長したこと

により、前年同期比＋122%、前期比＋64%

・１０／下:２Ｑに比べ減少するものの、１１年度に向けてライン新設も含めた微細化投資が予想され、

３、４Ｑも１Ｑ並みの水準を維持、前年同期比＋35%、前期比△17%を予想
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■■■■今後の取り組み今後の取り組み今後の取り組み今後の取り組み

１．前工程・後工程装置：成長分野の取り込みと微細化への対応を促進し受注を確保

→先端デバイスプロセス向け新製品の投入、生産性向上・顧客コストの最小化への貢献により
受注の確保を図る

２．チップマウンタ：新規顧客の開拓と現ユーザーのＣＳ向上による市場成長以上のシェアアップ

→１０/下に専門部署を設立し、大手顧客攻略を促進しシェアアップを図る

■１０年度■１０年度■１０年度■１０年度 前回予想比増減前回予想比増減前回予想比増減前回予想比増減説明説明説明説明

プロセス製造装置

・ＭＰＵメーカー需要増等により、前回予想比＋9%

評価装置

・中国を始めアジア地区全般に市場が拡大したことにより、前回予想比＋11%

後工程・実装装置

・中国を中心に引続き投資は堅調

・液晶テレビ、スマートフォン、ＰＣ関連を中心に増産基調が継続し、前回予想比＋23%

■１０年度■１０年度■１０年度■１０年度 前工程装置前工程装置前工程装置前工程装置 分野別売上高分野別売上高分野別売上高分野別売上高比率比率比率比率

メモリーメーカーの大型投資再開等により、相対的にＤＲＡＭ・ＮＡＮＤの割合が上昇
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■■■■ＦＰＤパネル・ＨＤの動向についてＦＰＤパネル・ＨＤの動向についてＦＰＤパネル・ＨＤの動向についてＦＰＤパネル・ＨＤの動向について

ＦＰＤパネル

・タッチパネル製品の増加：スマートフォンからタブレットＰＣに広がり

→露光装置のタッチパネル対応

・高精細化の進展

・３Ｄ ＴＶ対応

→露光装置の解像度向上

→実装装置のファインピッチ及び高スループット対応

・有機ＥＬパネル

→大型対応の有機ＥＬ製造装置の開発

ＨＤ

ＨＤＤの新技術であるＤＴＭ技術の導入計画は、１２年量産として進められていたが、

コスト・技術的な課題等で後退し、次世代技術であるＢＰＭ技術の開発にシフト

代替技術への対応装置展開として；
１．ＤＦＨ技術：光学式メディア検査装置（低浮上対応・光学方式による全面検査対応）

２．ＳＷＲ（瓦記録）技術：光学式メディア検査装置（低浮上対応・光学方式による全面検査対応）

３．ＴＡＭＲ技術：

ディスク関連→光学式メディア検査装置（低浮上対応・光学方式による全面検査対応）

ヘッド関連→ＴＡＭＲ対応ヘッド関連検査装置（レーザー制御対応）

４．ＢＰＭ技術：

ディスク関連→インプリント装置（インプリント技術対応）

光学式メディア検査装置（低浮上対応・光学方式による全面検査対応）
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■■■■液晶関連製造装置市場概況液晶関連製造装置市場概況液晶関連製造装置市場概況液晶関連製造装置市場概況

・１０年度：中国パネルメーカーの他、日本、韓国、台湾の大手パネルメーカーが中国や新興国の

需要を見込んで新パネルラインへの装置導入を進めることから、前年度比＋32%の

大幅成長を予想

・１１年度：１０年度後半から１１年度前半の需要が不透明なことに加え、中国案件の計画遅延等により、

前年同期比△3%を予想

■ＨＤ関連製造装置市場概況■ＨＤ関連製造装置市場概況■ＨＤ関連製造装置市場概況■ＨＤ関連製造装置市場概況

・１０年度：法人向けＰＣ用途のＨＤＤ需要が拡大。ディスク・サブストレート増産投資により、

前年比＋174%の大幅成長を予想

・１１年度：ＨＤＤの新技術であるＤＴＭの製品化が、次世代技術であるＢＰＭの開発にシフトした

影響で、前年同期比△9%を予想
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■■■■受注高の推移受注高の推移受注高の推移受注高の推移

中国前工程投資案件の計画遅延により、受注が後半へシフト

・１０／上：中国大陸・韓国の液晶前工程の設備投資やＨＤ関連の増産設備投資により、

前年同期比＋142%、前期比＋1%

・１０／下：液晶の前工程投資継続に加え、後工程投資がスタートすることにより、

前年同期比＋4%、前期比＋3%を予想
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■■■■今後の取り組み今後の取り組み今後の取り組み今後の取り組み

１．製品競争力の向上による業界トップの地位確保

１）液晶露光装置

１０/上はＧ８パネルライン投資で受注獲得

引き続き基本性能向上とコスト低減によりトップシェアを確保

２）ＨＤ検査装置

１０/上はディスクおよびサブストレートの増産投資で受注獲得

サブストレート用表面検査機は性能を向上させた新製品を投入予定

２．新製品・新規事業開発の推進

１）液晶関連 新型実装装置の市場投入

２）ＨＤ関連 新コンセプト製品の市場投入 ①ヘッド素子形状検査装置

②光学式メディア検査装置

３）新規事業 有機ＥＬ製造装置の11年度事業化

３．市場変動に強い事業体制への転換

１）海外調達/生産を視野に生産最適体制を構築

２）グローバル営業・サービス体制の最適化

■１０年度■１０年度■１０年度■１０年度 前回予想比増減説明前回予想比増減説明前回予想比増減説明前回予想比増減説明

FPD関連製造装置

・液晶関連は装置の価格低減圧力が強いものの、ほぼ予定通りで推移

HD関連製造装置その他
・ＨD関連はディスク・サブストレートの増産投資に伴う検査装置の
販売は好調なるも、ＤＴＭ関連装置の減少等により、前回予想比△6%を予想
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■■■■今後の取り組み今後の取り組み今後の取り組み今後の取り組み

１．分析関連事業：成長市場(ＬｉＢ、ＰＶ、ＬＥＤ、製薬等)への積極的な拡販

→ アプリケーションおよびソリューションの開発・充実による成長市場への積極的な拡販

２．バイオ・メディカル事業：国内外の有力メーカーとのＳＣＢの推進

→ 海外パートナーとの連携強化による新大型生化学・免疫分析システムの拡販

中国および日本における装置＋試薬のシステム販売の推進

ＤＮＡシーケンサのアプライド市場（ＤＮＡ鑑定・診断等)への対応と次世代装置開発の推進

■前回予想比増減説明■前回予想比増減説明■前回予想比増減説明■前回予想比増減説明

分析関連事業

・円高の進行により価格競争が激化するも、設備投資が旺盛な新エネルギー市場や、需要が伸長している

材料関連市場への積極的な拡販により、前回予想比横ばいを予想

バイオ・メディカル事業

・円高と米国市場の景気低迷等の影響はあるものの、アジア向けの生化学分析装置の販売好調と

ＤＮＡシーケンサの新製品投入効果等により、前回予想比横ばいを予想
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■解析装置の市場概況■解析装置の市場概況■解析装置の市場概況■解析装置の市場概況

環境・新エネルギー関連市場の設備投資活況や材料市場の投資再開等により、通常物件は

回復基調にあるものの、０９年度に国内・米国の緊急経済対策の補正予算が執行された影響により、

１０年度の全体市場規模としては、ほぼ横ばいを予想

■注力分野と今後の取り組み■注力分野と今後の取り組み■注力分野と今後の取り組み■注力分野と今後の取り組み

環境・新エネルギーおよび液晶関連市場

活況を呈しているＬｉＢ・ＰＶなどの新エネルギー市場および液晶関連市場の

新材料開発用に試料酸化防止ホルダ（雰囲気遮断ホルダ)を活かした提案営業を行う

半導体デバイス関連市場

半導体市場の投資再開に伴い、微小領域の組成分析用ハイエンド機の需要増加を見込み、

超高分解能ＦＥ-ＳＥＭ(電界放出型走査電子顕微鏡)およびＳＴＥＭ(走査透過電子顕微鏡)の拡販を行う

バイオ・食品・化学市場

本体とカメラの操作の統合などのシンプルなオペレーションを実現、通常の明るい部屋で

高コントラストの観察を可能にした新型デジタルＴＥＭ(透過電子顕微鏡)の拡販を図る
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■今後の取り組み今後の取り組み今後の取り組み今後の取り組み

１．太陽電池関連事業の拡大

→太陽電池用部材の開発促進

太陽電池セル・モジュールメーカーへの新規部材の開発

２．アジアベルト地帯（※）新興国における開発加速

→インドネシア・インドでの新エネルギー・水関連ＥＰＣ（Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）

ビジネス開発促進

→サウジアラビア／リヤドに人材を派遣、新エネルギー・社会インフラビジネスの開発促進

（※）アジアベルト地帯・・・日本からアラビア半島に至るその間のアジア沿岸部２４カ国・地域

■１０年度■１０年度■１０年度■１０年度 前回予想比増減説明前回予想比増減説明前回予想比増減説明前回予想比増減説明

産業・ITシステム

・ＬｉＢ等組立装置は、国内の低迷が予想されるものの、環境対応および海外設備投資の取り込みにより、

横ばいを予想

・車載用ＨＤＤ等は、エコカー減税の反動により市場は縮小が予想されるが、欧州向け新規アカウントの

獲得による増加を見込み、前回予想比横ばいを予想

・ＩＴソリューションは、米国向け携帯端末の新機種が順調に立ち上がったことにより、前回予想比＋14%を予想

先端産業部材

・工業材料は、スマートフォン対応部品、建設機械部材、および結晶系太陽電池部材が伸びるものの、

エコポイント終了による反動により、自動車・家電・TV部材の減少を見込み、前回予想比△3%を予想

・光関連部材は、光通信分野において輸入ビジネスが堅調に推移したものの、海外向け

薄膜系太陽電池製造装置、パネル、およびモジュールが円高により減少、前回予想比△2%を予想

・電子デバイス・材料は、シリコンウエーハ、液晶関連材料市況の軟化、および一部商権の返上により、

前回予想比△8%を予想
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